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(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER TRAGBAREN DATENTRAGERANORDNUNG

(57) Abstract

The description relates to a process for
making a portable data support consisting of a
flat plastic body with at least one integrated cir-
cuit and flat metal coupling components electri-
cally connected to the integrated circuit. Ac-
cording to the invention, the steps in the process
are : a) the flat metal contacts (2) are fitted di-
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rectly on the plastic body on the side opposite the flat recess, the metal connectors (4) are applied to the plastic body in the flat
recess (1) in the same cycle and, also in the same cycle, the aperture (3) regions in the plastic body are metallised (4) to provide
through contacts; b) the integrated circuit/s (6) is/are inserted directly into the flat recess (1) in the plastic body; c) the metal con-
tacts are electrically connected (5; 11) to the integrated circuit/s in the known way; d) the integrated circuit/s (6) is/are given a

coating of plastic (12;K) so as to be inaccessible from outside.

(57) Zusammenfassung

Es Wird ein Verfahren zur Herstellung einer tragbaren Datentréigeranordnung beschrieben, die aus einem flachen Kunst-
stoffkdrper mit mindestens einer integrierten Schaltung und mit fldchigen metallischen Koppelelementen, die mit der integrierten
Schaltung elektrisch leitend verbunden sind, besteht. Erfindungsgemaig sind folgende Verfahrensschritte wesentlich: a) die flédchi-
gen metallischen Kontakte (2) werden an der der flichigen Vertiefung gegeniiberliegenden Seite des Kunststoffkorpers unmittel-
bar auf den Kunststoffkdrper aufgebracht, die metallischen Anschliisse (4) werden im gleichen Arbeitsgang in der fldchigen Ver-
tiefung (1) auf den Kunststoffkorper aufgebracht und ebenfalls im gleichen Arbeitsgang wird als Durchkontaktierung eine
Metallisierung (4) im Bereich der in dem Kunststoffkérper befindlichen Offnungen (3) vorgenommen; b) die integrierte/n Schal-
tung/en (6) wird/werden unmittelbar in die flichige Vertiefung (1) des Kunststoffkorpers eingebracht; c) die metallischen Kon-
takte werden in bekannter Weise mit der/den integrierte/n Schaltung/en elektrisch leitend verbunden (5; 11); d) der/die inte-
grierte/n Schaltung/en (6) wird/werden mit Kunststoff (12; K) von auBen unzugénglich abgedeckt.
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Verfahren zur Herstellung einer tragbaren Datentrigeranordnung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer
tragbaren Datentrégeranordnung nach dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruches 1 sowie eine solche Datentrigeranordnung. Sol-
che Datentrdgeranordnungen sind unter anderem in Form von so-
genannten Chipkarten oder als Kopf eines Schliissels bekannt.

Die bekannten Chipkarten bestehen Ublicherweise aus einem Mo-
dul und einem Kartenrohling, der eine Uffnung oder eine fli-
chige Vertiefung aufweist, in die das Modul eingebracht ist.
Das Modul besteht aus einem Trdgerband aus Glas/Epoxi-Mate-
rial, aus laminiertem Epoxid oder aus Polyester, das mit einer
Kupferfolie laminiert ist, die auf der dem Trégerband zugewen-
deten Seite mit galvanisch aufgebrachtem Nickel und auf der
anderen Seite mit Gold veredelt ist. Die Kupferfolie bildet
metallische Kontakte, deren mit Gold veredelte Seite bei einer
gebrauchsfertigen Karte an einer Oberfliche der Karte angeord-
net sind. Das Trdgerband enth&lt bei manchen Modulen eine OUff-
nung, in die mit einem Chipkleber (bei CMOS-Chips bevorzugt
einem Silberleitkleber, bei NMOS-Chips mit einem Isolierkle-
ber) ein integrierter Schaltkreis auf die Kupferfolie geklebt
ist und weitere Uffnungen, durch die die einzelnen metalli-
schen Kontakte lber eine Aluminium- oder Goldbondung mit auf
dem integrierten Schaltkreis befindlichen AnschluBpads verbun-
den ist. Auf den integrierten Schaltkreis und die Kontaktie-
rung ist eine Abdeckung aus Silikon-Kautschuk oder Epoxidharz
aufgebracht.

Es sind auch solche Karten bekannt, bei denen innerhalb des
Moduls die AnschluBpads mit den metallischen Kontakten nicht
durch Drahtbondung verbunden sind.

Die FR 26 01 477 Bl beschreibt ein Modul, bei dem in den Off-
nungen des Trédgermaterials jeweils ein plastisch verformbares
elektrisch leitfdhiges Material eingebracht ist, in das je-
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2
weils die AnschluBpads des integrierten Schaltkreises unmit-
telbar eingedriickt sind und das auBerdem eine Verbindung zu
den metallischen Kontakten herstellt.

Aus der EP 0 207 852 Al ist eine Karte mit einem solchen Modul y
bekannt, bei dem die die metallischen Kontakte bildende Folie

im Bereich der Uffnungen in dem Trdgermaterial jeweils eine

Pridgung aufweist und somit jeweils in diese 0ffnung hineinragt

und unmittelbar mit den AnschluBpads eines integrierten Schalt-
kreises, beispielsweise durch Thermokompression,

L X

verbunden ist.

Die US-A-4,774,633 beschreibt eine Karte mit einem solchen Mo-
dul, bei dem die OUffnungen in dem Tr#germaterial mit Lotmasse
ausgefiillt sind, die die AnschluBpads eines integrierten
Schaltkreises unmittelbar mit den metallischen Kontakten ver-

bindet.

Die US-A-4,222,516 und die US-A-4,216,577 beschreiben Karten
mit eingebauten Modulen, wobei jeweils auf dem Tragermaterial
des Moduls metallische Leiterbahnen aufgebracht sind, die je-
weils eine AnschluBstelle im Bereich eines AnschluBpads des
unmittelbar damit verbundenen integrierten Schaltkreises ange-
ordnet haben und deren andere AnschluBstelle geometrisch so
angeordnet ist, daB mit Hilfe einer Durchkontaktierung durch
das Trigermaterial metallische Kontakte auf der anderen Seite
des Trdgermaterials gebildet werden. AuBerdem wird eine Aus-
fihrungsform gezeigt, bei der diese Durchkontaktierung nicht
durch das Trigerband sondern durch das Kartenmaterial vorge-
nommen wird. Bei solchen in der US-A-4,222,516 bzw. US-A-
4,216,577 beschriebenen Kunststoffkérpern, speziell Chipkar-
ten, ist die an der Oberflédche des Kunststoffkérpers zugéngli-
che Kontaktfldche entweder sehr klein oder es ist ein unver- }
h&ltnismdBig groBes Metallvolumen zum Herstellen groBerer Kon- .
taktflichen erforderlich, wobei zusdtzlich aufgrund groBer

Uffnungen die Stabilit&t der Gesamtanordnung einer solchen

Ee
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Chipkarte unglinstig beeinfluBt wird. Chipkarten mit kleinen
Kontaktflachen haben sich jedoch wegen der dadurch zu geringen
Toleranz bei der Anordnung der Kontakte von zu kontaktierenden
stationdren Einheiten als unglnstig erwiesen.

Die DE 30 46 192 C2 bzw. US-A-4,549,247 befaBt sich mit einem
Modul fir eine Chipkarte und beschreibt eine spezielle Anord-
nung metallischer Leiter, die einen Halbleiterbaustein mit
elektrischen Kontakten verbinden.

Die DE 31 31 216 C2 bzw. US-A-4,463,971 beschreibt eine Aus-
weiskarte mit IC-Baustein und befaBt sich vornehmlich mit der
Verankerung eines Moduls dieser Ausweiskarte.

Die DE 31 51 408 Cl bzw. US-A-4,603,249 beschreibt eine Aus-

weiskarte mit auf einem Modul angeordnetem IC-Baustein in ei-
nem Hohlraum, die aufgrund eines aufwendigen Verfahrens eine

ebene Oberfldche aufweist.

Die beschriebenen tragbaren Datentréigeranordnungen, bestehend
aus einem Modul und einem Kunststoffkérper, werden liblicher-
weise nach folgendem Verfahren hergestellt:

A) Die flachigen metallischen Koppelelemente werden auf ein
Trégermaterial, z.B. einen Film, aufgebracht. Hierzu wird
eine Metallfolie durch ein Stanz- oder ein Atzverfahren in
die fir die Koppelelemente erforderliche Form gebracht und
entweder bevor oder nachdem die Metallfolie ihre gewiinsch-
te Form hat, wird sie durch Kleben oder.durch Herstellen
einer mechanischen Befestigung auf dem Trigermaterial be-
festigt.

B) Die integrierte Schaltung wird auf das Tri#germaterial auf-
gebracht. Dies kann durch Kleben der integrierten Schal-
tung auf den Film oder auf die Metallfolie erfolgen. Au-
Berdem kann bei Verwendung der sogenannten Flip-Chiptech-
nik die integrierte Schaltung mit ihren AnschluBpads elek-
trisch leitend unmittelbar an elektrischen Leitern befe-
stigt werden, die mit den metallischen Koppelelementen
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elektrisch leitend verbunden sind. Die AnschluBpads konnen
hierbei beispielsweise mit Hilfe von Leitkleber oder durch
Léten befestigt werden.

C) Wenn bei Schritt B) keine Flip-Chipmethode verwendet wird,
werden die auf dem Trdgermaterial angeordneten metalli-
schen Koppelelemente - beispielsweise durch Drahtbonden -
elektrisch leitend mit Anschliissen der integrierten Schal-
tung verbunden.

D) Die integrierte Schaltung und die Verbindung zwischen der
integrierten Schaltung und den metallischen Koppelelemen-
ten werden mit einer Abdeckung, beispielsweise Silikon-
Kautschuk oder einem Kunststoff wie Epoxidharz versehen.

E) Das in den Verfahrensschritten A) bis D) hergestellte
Modul wird in einen flachen Kunststoffkdrper eingebaut.

Dieser relativ aufwendige Verfahrensschritt E), der Ublicher-
weise auch das Abtrennen der einzelnen Module von einem Film
oder von einem Modulstreifen mit einer Vielzahl gleicher Modu-
le umfaBt, kann beispielsweise das Einklipsen eines Moduls in
eine entsprechende UOffnung eines Kunststoffkdrpers beinhalten
oder das Einkleben eines Modules in eine Vertiefung eines
Kunststoffkdrpers. AuBerdem kann ein Modul in einem Verbund
aus Kunststoffelien durch HeiBkaschieren angebracht werden.
Wenn der Kunststoffkérper vor dem Einbringen des Moduls eine
Offnung aufweist, ist Ublicherweise auch noch eine weitere
Abdeckung zum vollstdndigen SchlieBen bzw. Auffillen dieser
Uffnung erforderlich. Wenn die einzelnen Module nach AbschluB
der Verfahrensschritte A) bis D) auf einem Filmband angebracht
sind, ist Ublicherweise ein Werkzeug erforderlich, das nicht
nur das einzelne Modul in seiner linearen Bewegung zu einem
Kunststoffkdrper transportiert, sondern dieses Werkzeug muB
auch noch eine Drehung um 90° vornehmen.

Wenn bei einem Verfahren zur Herstellung eines tragbaren Da-
tentrigers nach AbschluB der Verfahrensschritte A) bis D) die
Module auf einem Filmband angeordnet sind, so kann nach Been-
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5
digung der Herstellung des Datentrigers der Abfallanteil der
Tragerfolie des Modulfilmes und auch der Metallfolie zur Her-
stellung der Koppelelemente bis zu 40 % betragen.

Untersuchungen an einer Vielzahl von solchen bekannten, in
Massenfabrikation hergestellten Karten haben ergeben, daf die
Positionierung der fléachigen metallischen Kontakte einer relsa-
tiv groBen Streuung unterliegt, so daB einerseits die Aus-
schuBrate relativ hoch ist und andererseits hohe Anforderungen
an die Prdzision der mit diesen Karten kommunizierenden sta-
tiondren Einheiten gestellt werden.

Die Abweichungen der Kontaktanordnungen von gleichen Karten
liegen hierbei je nach Herstellungsverfahren entweder im Ab-
stand zu den Bezugskanten der Karte oder es liegt eine leichte
Verdrehung des Moduls und somit der Kontakte vor. AuBerdem
kdnnen Abweichungen in Ldngsrichtung sowie Verdrehungen bei
der gleichen Karte vorliegen.

AuBerdem kann die MaBhaltigkeit bekannter Chipkarten beziiglich
der Dicke im Bereich des integrierten Schaltkreises bzw. des
Moduls einer gewissen Streuung unterworfen sein, wobei (teil-
weise trotz vorherigem Abschleifen der Abdeckung des Moduls)
sowohl Ubersténde, als auch Abschrigungen sowohl an einer als
auch an beiden Oberfl&achen der Karte auftreten kdnnen.

Ein weiteres Problem bekannter Kunststoffkérper mit IC, die
aus einem.einen integrierten Schaltkreis-und Koppelelemente
enthaltenden Modul und einem Kunststoffteil bestehen, liegt
darin, daB bei fertigmontierten Kunststoffk&rpern das Modul
aus dem Kunststoffteil herausspringen kann.

Wenn das Modul als Tragermaterial ein Epoxiband aufweist, be-
steht ein weiteres Problem darin, diese Trégersubstanz in das
Ubrige Kartenmaterial einzukleben. Eine gute Klebeverbindung

zwischen einem Epoximaterial und dem beispielsweise {iblicher-
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weise flr das Substrat von Chipkarten verwendeten Kunststoff
ist sehr aufwendig, da Ubliche Kleber entweder nur fir Epoxi-
material oder nur fir Substratkunststoff eine entsprechend

hohe Adh&dsion aufweisen.

Die DE 39 01 402 Al beschreibt ein Verfahren zur Herstellung
einer Chipkarte derart, daB zundchst ein Kunststoffkorper mit
auf einer Fl3chenseite befindlicher Wanne hergestellt wird.
AnschlieBend werden innerhalb der Wanne Leiterbahnen und auf
der gegeniiber der Wanne angeordneten Oberfldche Kontaktfl&chen
aufgebracht und diese mittels einer Durchkontaktierung mitein-
ander elektrisch verbunden. Nach dem Einsetzen eines inte-
grierten Schaltkreises in die Wanne erfolgt die elektrische
Verbindung zwischen diesem und den Leiterbahnen Uber Bonddréh-
te. Nach Verfiillen der R&ume zwischen dem integrierten Schalt-
kreis und der Wanne durch eine VerguBmasse werden auf der
Ober- und Unterseite des Kunststoffkorpers Abdeckfolien aufge-

bracht.

Die DE 29 20 012 Bl beschreibt insbesondere in Spalte 4, Zei-
le 68 und in Spalte 5, Zeilen 1 bis 20 ein Verfahren zur her-
stellung eines Trédgerelementes einer Datentrégeranordnung, wo-
bei eine Folie beidseitig mit Kupfer beschichtet wird. Darauf-
hin werden auf der Vorderseite dieser Folie Kontaktflachen und
auf der Riickseite Leiterbahnen fir den IC-Baustein ausgeatzt.
Kontaktfldchen und Leiterbahnen werden schlieBlich in Durch-
kontaktier-vVerfahren miteinander verbunden.

Die zuvor beschriebenen Verfahren zum Herstellen tragbarer Da-
tentrdgeranordnungen mit prézise angeordneten fldchigen metal-

lischen Kontakten sind sehr aufwendig.

Aufgabe der Erfindung ist das Bereitstellen eines Verfahrens

zur Herstellung einer tragbaren Datentrdgeranordnung nach dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1, das eine prédzise Kontakt-

flachenaufbringung in weniger aufwendiger Weise erméglicht.
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Diese Aufgabe wird geldst durch einen Gegenstand mit den Merk-
malen des Patentanspruches 1. Glnstige Ausgestaltungsformen
der Erfindung sind Gegenstand der Unteranspriiche.

Im wesentlichen liegt die Erfindung darin, daB fldchige metal-
lische Koppelelemente unmittelbar auf der einen fléchigen
Oberfldche des Kunststoffkdrpers aufgebracht werden, daB An-
schluBkontakte auf der gegeniiberliegenden Oberfléche ange-
bracht werden und im gleichen Arbeitsgang eine elektrische
Durchkontaktierung vorgenommen wird. Der den Datentriger bil-
dende Kunststoffkorper ist also gleichzeitig der Triger fir
den integrierten Schaltkreis und fir die Koppelelemente sowie
deren AnschluBkontakte. Dieser Kunststoffkdrper kann ein Chip-
kartenrohling mit einer fl&chigen Vertiefung sein, auf denen
noch durch heiBkaschieren oder laminieren auf einer oder zwei
Oberfldchen weitere Folien aufgebracht werden. Ebenso kann es
sich bei dem Kunststoffkérper um einen Chipkartenrohling mit
flachiger Vertiefung handeln, auf den lediglich noch die me-
tallischen fldchigen Koppelelemente aufgebracht werden, in den
mindestens ein integrierter Schaltkreis eingebracht und kon-
taktiert wird und bei dem dann die fl&chige Vertiefung mit Ab-
deckmasse, z.B. Epoxidharz oder Schutzlack aufgefillt wird.
Ebenso kann es sich bei dem Substrat um einen Teil eines
Schlisselkopfes handeln, in den ein Ublicherweise metallischer
Bart eingebracht wird und der, nachdem flichige metallische
Koppelelemente aufgebracht worden sind und ein oder mehrere
integrierte Schaltkreise kontaktiert worden sind entweder nur
mit einer Abdeckung. versehen werden, oder durch einen weiteren
Teil in Form eines Deckels verschlossen wird.

Als Verfahrensschritt a in Patentanspruch 1 k&nnen die fléchi-
gen metallischen Koppelelemente entweder durch Aufdampfen,
durch ein Aufstdubverfahren, sogenanntes Sputtern oder durch
stromlose Abscheidung aufgebracht werden. Hierbei fiihrt die
hShere Oberfldchenrauhigkeit bei abgeschiedenen Metallschich-
ten zu einer ginstigeren Verbindung zwischen Metall und Kunst-
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8
stoff. Um im Verfahrensschritt c des Patentanspruchs 1 eine
‘gute Bondung zu erreichen ist jedoch empfehlenswert, zumindest
bei abgeschiedenen Metallen mit grdBerer Oberfldchenrauhigkeit
im Bondbereich eine Veredelung, z.B. mit Nickel, vorzunehmen.
Die Veredelung kann durch galvanische Abscheidung erfolgen.

Bei nach erfindungsgemiBen Verfahren hergestellten Datentri-
geranordnungen kann der Metalllberzug, der die flachigen me-
tallischen Koppelelemente bildet, in Form einer geschlossenen
Fliche aufgetragen werden und dann durch partielles Entfernen
von Metall, z.B. durch Atzen, in die gewilinschte Form gebracht
werden. Ein soclches Vorgehen bietet sich bei aufgedampfen oder
aufgestdubten Koppelelementen an. Werden die fl&chigen metal-
lischen Koppelelemente auBenstromlos abgeschieden, eventuell
nach vorherigem Bekeimen des Substrates, so kann die Struktur
der metallischen Koppelelemente durch gezieltes Aufbringen des
Metalles festgelegt werden. Zur Realisierung einer Metallisie-
rung des Substrates an beiden Hauptoberfldchen eines flachen
Kunststoffkdrpers, z.B. an einer Hauptoberfldche und der Ober-
fliche einer auf der anderen, gegeniiberliegenden Hauptoberflé-
che des Kunststoffkdrpers angebrachten flachigen vertiefung,
sowie der gleichzeitigen Durchkontaktierung bietet sich beson-
ders eine auBenstromlose Abscheidung an, wobei diese Metalli-
sierung im gleichen Arbeitsgang des Verfahrens schrittweise
vorgenommen werden. Geeignete Verfahren zum auBenstromlosen
Aufbringen von Metallisierungen auf ein Substrat aus Kunst-
stoff werden insbesondere in der EP O 361 195 A2 (US-Serial
No. 406,551), der EP O 361 193 A2 (US-Serial No. 388,818), der
EP 0 182 193 A3 (US-A-4,574,095), der EP O 287 843 Bl (US-
Serial No. 176,325), der EP 0O 180 101 A2 (US-Serial No.
667,241), der EP 0 370 133 Al und der US-A-4,608, 274 be-
schrieben und miissen daher hier nicht n#her behandelt werden.
Besonders ginstig ist hierbei die Verwendung eines Laser-Abla-
tions-verfahren, wie z.B. in der EP 0O 287 843 Bl beschrieben.
Mit den beschriebenen Verfahren lassen sich sowohl zweidimen-
sionale als auch dreidimensionale Metallstrukturen auf Kunst-
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stoffsubstrate aufbringen, wobei die Metallstrukturen wahlwei-
se in das Substrat hineinragen oder erhaben auf das Substrat
aufgebracht werden kodnnen.

Die metallischen Koppelelemente k&nnen bei nach einem erfin-
dungsgeméBen Verfahren hergestellten Datentridgeranocrdnungen in
Form von fldchigen metallischen Kontakten realisiert sein, die
sich an einer Hauptoberfl&che einer tragbaren Datentr#geran-
ordnung, z.B. einer Chipkarte befinden. Bei bekannten tragba-
ren Datentrédgeranordnungen in Form von Chipkarten mit fl&chi-
gen metallischen Kontakten, deren Kunststoffkérper eine fli-
chige Vertiefung zur Aufnahme eines intengrierten Schaltkrei-
ses aufweist, ist diese Vertiefung an derselben Hauptoberfli-
che der Chipkarte angeordnet, wie die flichigen Kontakte.

Bei Ausfilhrungsformen von nach einem erfindungsgemiBen Verfah-
ren hergestellten tragbaren Datentrédgeranordnungen mit flachi-
ger Vertiefung zur Aufnahme eines oder mehrerer integrierter
Schaltkreise, die als Koppelelemente flichige metallische Kon-
takte an einer der Hauptoberfl&chen aufweisen, befindet sich
die fléchige Vertiefung im Bereich der anderen, den metalli-
schen Kontakten gegeniiberliegenden Hauptoberfliche des flachen
Kunststoffkdrpers. Zwischen den flachigen metallischen Kontak-
ten und in der fldchigen Vertiefung befindlichen metallischen
Anschliissen ist durch Offnungen im Kunststoffkdrper jeweils
eines elektrische Verbindung vorgenommen. Die metallischen
Kontakte sind jeweils in bekannter Weise, beispielsweise durch
Drahtbondung, durch Kleben oder durch umnmittelbare L&tverbin-
dung mit AnschluBpads des bzw. der integrierten Schaltkreise
in der flachigen Vertiefung verbunden.

Da die fléachige Vertiefung an der den Kontaktflachen abgewand-
ten Hautoberflache des flachen Kunststoffk&rpers angeordnet
ist, ist eine besonders wirtschaftlich herstellbare Ausfih-
rungsform einer tragbaren Datentridgeranordnung dadurch reali-
sierbar, daB die flachige Vertiefung nach Montage des inte-
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grierten Schaltkreises lediglich mit einer Abdeckung aufge-
fiillt wird. Um mechanischen Druck von dem elektronischen
Schaltkreis fern zu halten, kann diese Abdeckung als eine er-
ste Schicht aus nach Aush&rtung weichem Abdeckmaterial und ei-
ne zweite Schicht aus mechanisch stabil aushd@rtenden Abdeckma-
terial eingebracht werden. Als Abdeckung kann unter anderem
ein thermisch h#rtbares Material wie Epoxid oder Schutzlack
oder ein entsprechendes durch UV-Licht h&rtbares Material ver-

wendet werden.

Das groBfldchige flache Auftragen von Abdeckmasse ist unter
anderem in der europdischen Patentanmeldung Nr. 90110609.6
(Us- Serial No. 533,387) beschrieben.

Ein Vorteil erfindungsgem#Ber Verfahren ist dadurch gegeben,
daB kein Zwischentrdger zum Aufnehmen des integrierten Schalt-
kreises und der Koppelelemente erforderlich ist und daB da-
durch auBerdem der aufwendige Verfahrensschritt des Einbrin-
gens dieses Zwischentrdgers in den Kunststoffkdrper der trag-
baren Datentridgeranordnung nicht erforderlich ist. Ein weite-
rer Vorteil liegt im Einsparen des Verfahrensschrittes zur
Durchkontaktierung der beiden flachigen Metallisierungen.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von in den Figuren dar-
gestellten Ausflhrungsbeispielen ndher erldutert, wobei von
jedem gezeigten Ausfilihnrungsbeispiel eine Darstellung des Teil-
produktes jeweils vor und nach jedem Verfahrensschritt des
kennzeichnenden Teiles der Patentanspriiche dargelegt wird. Es
zeigt die Figur 1 als Ausflhrungsbeispiel in Schnittdarstel-
lung eine tragbare, flache Datentrégeranordnung 0, und zwar
Figur la vor der Durchfiihrung des Verfahrensschrittes a aus
Patentanspruch 1,

Figur 1b ein Zwischenprodukt nach dem Verfahrensschritt a des
kennzeichnenden Teiles des Patentanspruches 1,

Figur lc das Zwischenprodukt nach dem Verfahrensschritt b des

Patentanspruches 1,
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Figur ld das Zwischenprodukt dieses besonderen Ausfiihrungs-
beispieles nach der Durchflihrung des Verfahrensschrittes c
dieses Patentanspruches und Figur le das Endprodukt eines er-
findungsgeméBen Verfahrens nach Durchflihrung einer méglichen
Ausfihrungsform des Verfahrensschrittes d des Patentanspru-
ches 1.
Die Figur 2 als anderes Ausflhrungsbeispiel in Figur 2e einen
Teilausschnitt der eine fl&achige Vertiefung 1 aufweisenden
Hauptoberfldche eines Zwischenproduktes einer tragbaren Daten-
trageranordnung O nach der Durchflhrung des Verfahrensschrit-
tes a des Patentanspruches 1 und gibt eine Schnittlinie
IIb-IIb an.
Die Figuren 2a bis 2d zeigen die Teil- bzw. Zwischenprodukte
dieses Ausflihrungsbeispieles vor bzw. nach jedem im kenn-
zeichnenden Teil des Patentanspruches 1 beschriebenen Verfah-
rensschritt. Hierbei zeigt Figur 2a als Teilansicht eine
Schnittdarstellung durch einen flachen Kunststoffkdrper S, be-
vor der Verfahrensschritt a aus Patentanspruch 1 durchgefiihrt
wird;
Figur 2b die entsprechende Schnittdarstellung nachdem ein Ver-
fahrensschritt a aus Patentanspruch 1 durchgefiihrt wurden, al-
so einen Schnitt durch den in Figur 2e dargestellten Gegen-
stand;
Figur 2c die entsprechende Schnittdarstellung nachdem Verfah-
rensschritte b und c nach Patentanspruch 1 durchgefiihrt wur-
den, wobei zu erkennen ist, daB der integrierte Schaltkreis 6
in dem in Figur 2 gezeigten Ausfilihrungsbeispiel mit Hilfe der
sogenannten Flip-Chip-Montagetechnik eingebaut wurde und
Figur 2d zeigt die gleiche Schnittansicht durch einen tragba-
ren flachen Kunststoffk@rper, nachdem der Verfahrensschritt o
des Patentanspruches 1 derart durchgefihrt wurde, wie er in
Patentanspruch 8 beschrieben ist.

Figur 1 zeigt in perspektivischer Schnittdarstellung eine
Teilansicht einer tragbaren Datentrdgeranordnung 0, bestehend
aus einem Kunststoffktrper S mit einer fl&chigen vertiefung 1
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an einer der Hauptoberflichen des KunststoffkGrpers S und mit
flachigen metallischen Kontakten 2 an der gegeniiberliegenden
Hauptoberflidche des Kunststoffktrpers S. Der Kunststoffkorper
S weist im Bereich der fldchigen Vertiefung 1 und der metalli-
schen Kontakte 2 Offnungen 3 auf, durch die jeweils eine elek-
trisch leitfdhige Verbindung zwischen den metallischen Kontak-
ten 2 und in der fldchigen Vertiefung 1 angeordneten metalli-
schen Anschliissen 4 vorgenommen ist. Die metallischen Kontakte
2, die Durchkontaktierung und auch die metallischen Anschlisse
4 ktnnen unter anderem nach einem in der EP-0 361 193 A2 und
der EP 0 361 195 A2 beschriebenen Verfahren hergestellt worden

sein.

Die Oberfldchen der in dem Ausflihrungsbeispiel nach Figur 1
dargestellten metallischen Kontakte 2 bilden mit der Oberfléd-
che des flachen tragbaren Kunststoffk@rpers 0, in die sie in-
tegriert sind, eine Ebene und ragen in den tragbaren flachen
Kunststoffkérper O bzw. das Substrat S hinein.

In der flachigen Vertiefung 1 des Substrates S ist ein inte-
grierter Schaltkreis 6 angeordnet und {iber Befestigungsmittel
7, beispielsweise Uber einen Kleber, unmittelbar an dem Sub-
strat S in der flédchigen vertiefung befestigt. Der integrierte
Schaltkreis 6 weist AnschluBpads P auf, die in dem gezeigten
Ausfiihrungsbeispiel jeweils liber einen Bonddraht 5 mit einem
metallischen AnschluB 4 verbunden sind. Die flachige Vertie-
fung 1 ist mit einer Abdeckung 12 aufgefillt.

Figur la zeigt einen Kunststoffkdrper S mit einer fl&chigen
vertiefung 1, mit Offnungen 3 im Bereich dieser fldchigen Ver-
tiefung 1 und mit Vertiefungen im Bereich dieser Offnungen an
der der flichigen Vertiefung 1 gegeniiberliegenden Hauptober-
fldache des Kunststoffkorpers S.

Figur 1lb zeigt den Gegenstand von Figur la nach Durchfihrung
eines Verfahrensschrittes a und zeigt somit zus&dtzlich metal-



10

15

20

25

30

35

WO 92/13319 PCT/DE92/00049

13
lische Anschlisse 4 im Bereich der flachigen Vertiefung 1 so-
wie von diesen metallischen Anschliissen 4 ausgehende Durchkon-
taktierungen durch die Uffnungen 3 im Kunststoffktrper zu me-
tallischen Kontakten 2 an der der flachigen Vertiefung gegen-
Uberliegenden Hauptoberflédche des Kunststoffkdrpers S.

Figur lc zeigt den Gegenstand aus Figur 1lb nachdem ein Verfah-
rensschritt b nach den Patentanspriichen durchgefiihrt worden
ist. Figur lc zeigt somit zusdtzlich der in flichigen Vertie-
fung 1 einen integrierten Schaltkreis 6 mit AnschluBpads P,
der Uber Befestigungsmittel 7, beispielsweise einen Kleber, an
gem Kunststoffkdrper S befestigt ist.

Figur ld zeigt den Gegenstand von Figur lc, nachdem ein Ver-
fahrensschritt ¢ der Patentanspriche durchgefiihrt worden ist.

Figur ld zeigt somit zus#dtzlich eine elektrisch leitende Ver-
bindung zwischen den AnschluBpads P des integrierten Schalt-
kreises 6 und den metallischen Anschliissen 4. In dem gezeigten
Ausflhrungsbeispiel ist diese elektrisch leitende Verbindung
durch Bonddrahte 5 realisiert.

Figur le zeigt den Gegenstand von Figur 1ld nach Durchfiihrung
eines Verfahrensschrittes d entsprechend den Patentanspriichen.
Demgem&B ist die fl&chige vertiefung 1 in Figur le mit Kunst-
stoff 12 abgedeckt.

Figur 2e zeigt als besonderes Ausfiihrungsbeispiel einen Aus-
schnitt einer tragbaren Datentridgeranordnung O mit einem
Kunststoffkorper S speziell im Bereich einer fl#chigen Ver-
tiefung 1.

In der in Figur 2e dargestellten fldchigen Vertiefung 1 sind
metallische Anschlliisse 4 dargestellt, die durch als verdeckte
Kanten dargestellte Offnungen 3 mit ebenfalls als verdeckte
Kanten dargestellten flachigen metallischen Kontakten 2 elek-
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trisch leitfdhig verbunden sind. Die metallischen Kontakte 2
befinden sich hierbei an der gegeniberliegenden Hauptoberfl&d-
che der tragbaren Datentrdgeranordnung 0. Die metallischen An-
schliisse 4 sind in Form von Leiterbahnen derart ausgebildet,
daB, wie in Figur 2c und 2d gezeigt, ein integrierter Schalt-
kreis 6 derart in die flachige vertiefung 1 des Kunststoffkdr-
pers S eingebracht werden kann, daB jeder seiner AnschluBpads
P im Bereich eines metallischen Anschlusses 4 angeordnet ist.

Figur 2d zeigt das Endprodukt des Ausfihrungsbeispiels von Fi-
gur 2 in Form einer Schnittdarstellung einer tragbaren Daten-
trigeranordnung O, bestehend aus einem Kunststoffkdrper S mit
einer fldchigen Vertiefung 1 an einer der Hauptoberfléchen und
mit an der gegeniberliegenden Hauptoberfl&che angeordneten me-
tallischen Kontakten 2. Die metallischen Kontakte 2 sind durch
Offnungen 3 im Kunststoffkdrper S, die mit elektrisch leitfa-
higem Material aufgefillt sind, mit metallischen Anschlissen 4
in der flachigen Vertiefung 1 verbunden. In der fl&chigen Ver-
tiefung 1 ist auBerdem ein integrierter Schaltkreis 6 mit An-
schluBpads P angeordnet, wobei die AnschluBpads P jeweils Uber
elektrisch leitendes Verbindungsmittel 11 an einen metalli-
schen AnschluB 4 angeschlossen sind. Als elektrisch leitenaes
Verbindungsmittel 11 kann hierbei sowohl Lotmasse als auch
elektrisch leitender Kleber vorgesehen sein. Auf die Haupt-
oberfliche des Kunststoffkdrpers S, an der sich die fléachige
vertiefung 1 befindet, ist als Abdeckung eine Kunststoff-

schicht K aufgebracht.

In dem Ausfiihrungsbeispiel nach Figur 2 ragen, im Gegensatz zu
dem Ausfiihrungsbeispiel nach Figur 1 die metallischen Kontakte
2 aus der tragbaren Datentrdgeranordnung O heraus bzw. sind
auf den Kunststoffkdrper S aufgesetzt.

Figur 2a zeigt als Ausgangsprodukt eines erfindungsgemaBen
Verfahrens einen Kunststoffk&rper S mit einer fl&chigen Ver-
tiefung 1 und mit Offnungen 3 im Bereich dieser fl&chigen

Vertiefung 1.
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Figur 2b zeigt den Gegenstand von Figur 2a, nachdem ein Ver-
fahrensschritt a nach Patentanspruch 1 durchgefiihrt worden
ist. DemgemdB sind im Bereich der flachigen Vertiefung 1 me-
tallische Anschlisse 4 zu erkennen, die durch die Offnungen
3 im Kunststoffkorper S durchkontaktiert und mit an der der
flachigen Vertiefung 1 gegenlberliegenden Hauptoberfléche des
Kunststoffkdrpers S angeordneten metallischen Kontakten 2 ver-

bunden sind.

Figur 2c zeigt den Gegenstand von Figur 2b, nachdem entspre-
chend dem gezeigten Ausflhrungsbeispiel mit Hilfe der Flip-
Chip- Montagetechnik ein Verfahrensschritt b und ein Verfah-
rensschritt c gemédB den Patentanspriichen durchgefiihrt worden
sind. Zus&@tzlich zu Figur 2b zeigt Figur 2c einen integrierten
Schaltkreis 6 mit AnschluBpads P, die Uber Verbindungsmittel
11 sowohl elektrisch als auch mechanisch mit den metallischen
Anschlissen 4 verbunden sind.

Figur 2d zeigt den Gegenstand von Figur 2c, nachdem ein Ver-
fahrensschritt d gemdB des Patentanspruches 1 durchgefiihrt
worden ist und zwar der Gestalt, daB eine Kunststoffschicht K
auf die Hauptoberfldche des Kunststoffkdrpers S, an der sich
die fléachige Vertiefung 1 befindet, aufgebracht worden ist.
Eine solche Kunststoffschicht kann entweder einen Teil oder
die gesamte Hauptoberfldche des Kunststoffk&rpers S abdecken.
Die Abmessungen in den Figuren 2a bis 2e sind aufgrund der
besseren Ubersichtlichkeit nicht maBst#blich.

Selbstverstéandlich sind auch Ausfihrungsbeispiele erfindungs-
gemédBer tragbarer flacher Kunststoffk&rper vorstellbar, die
die Einzelmerkmale der in den Figuren gezeigten oder in den
Patentansprichen beschriebenen Ausfihrungsbeispiele in anderer
Weise kombinieren.
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Patentanspriche

1. Verfahren zur Herstellung einer tragbaren Datentrédgeran-

ordnung (0), bestehend aus einem flachen Kunststoffkérper (S)

mit einer flidchigen vertiefung (1) an einer seiner Hauptober-

flichen, mit Offnungen (3) im Bereich der fl&achigen Vertiefung
zur gegenilberliegenden Hauptoberflache, mit mindestens einer

integrierten Schaltung (6) in der fldchigen Vertiefung (1),

mit metallischen Anschliissen (4) in der Vertiefung (1) und mit

flachigen metallischen Koppelelementen (2), die mit der inte-
grierten Schaltung (6) durch die Offnungen (3) Uber die metal-

lischen Anschliisse (4) elektrisch leitend verbunaen sind (5;

11), gekennzeichnet durch folgende Ver-

fahrensschritte:

a) die flichigen metallischen Kontakte (2) werden an der der
fldchigen Vertiefung gegeniiberliegenden Seite des Kunst-
stoffkdrpers unmittelbar auf den Kunststoffkdrper aufge-
bracht, die metallischen Anschliisse (4) werden im gleichen
Arbeitsgang in der fldchigen Vertiefung (1) auf den Kunst-
stoffkérper aufgebracht und ebenfalls im gleichen Arbeits-
gang wird als Durchkontaktierung eine Metallisierung (4) im
Bereich der in dem Kunststoffkdrper befindlichen Offnungen
(3) vorgenommen;

b) die integrierte/n Schaltung/en (6) wird/werden unmittelbar
in die fldchige Vertiefung (1) des Kunststoffkdrpers einge-
bracht;

c) die metallischen Kontakte werden in bekannter Weise mit
der/den integrierte/n Schaltung/en elektrisch leitend ver-
bunden (5; 11);

d) die integrierte/n Schaltung/en (6) wird/werden mit Kunst-
stoff (12; K) von auBen unzugdnglich abgedeckt.

2. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte nach Anspruch 1,
daduzrch gekennzeichnet,

daB die flichigen metallischen Koppelelemente (2, 4) durch au-
Benstromloses Abscheiden aufgebracht werden.
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3. Verfahren nach einem der vorhergehenaen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

daB die flédchigen Kontakte (2), die Durchkontaktierungen durch
die Offnungen (3) sowie die metallischen Anschliisse (4) mit
Hilfe eines Laser-Ablations-Verfahrens aufgebracht werden.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 ocger 3,
dadurch gekennzeichnet,

daB der Verfahrensschritt a) ein stromloses Abscheiden von
Metall und ein darauf folgendes galvanisches Abscheiden von

Metall umfaBt.

5. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte nach einem der
vorherigen Anspriiche,

dadurch gekennzelilchnet,

daB die integrierte/n Schaltung/en (6) auf eine Oberfliche des
Kunststoffkorpers geklebt wird/werden (7) und daB die metalli-
schen Koppelelemente durch ein Drahtbondverfahren (5) mit dem/
den integrierten Schaltkreis/en (6) elektrisch leitend verbun-
den werden.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,

daB die integrierte Schaltung in Flip-Chip-Montagetechnik mit
den entsprechend ausgestalteten metallischen Koppelelementen
(4 und 2) elektrisch leitend verbunden wird.

7. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriche,
dadurch gekennzeichnet,

~daB auf die integrierte/n Schaltung/en (6) ein viskoser Kunst-

stoff (12) aufgetragen wird, daB dieser Kunststoff nach dem
Auftragen ausgehdrtet wird und somit die integrierte Schaltung
von auBen unzugdnglich abdeckt.

8. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
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daB nach dem elektrisch leitenden Verbinden der Koppelelemente
(2) mit der/den integrierte/n Schaltung/en (6) auf einer Ober-
fliche des Kunststoffkdrpers (S) eine Kunststoffschicht (K)
auflaminiert wird, die die integrierte/n Schaltung/en (6) von

auBen unzugdnglich abdeckt.

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

daB nach dem elektrisch leitenden Verbinden (5, 11) der metal-
lischen Koppelelemente (2) mit der/den integrierte/n Schaltun-
g/en (6) die flachige Vertiefung (1) mit einem paBgenauen
Kunststoffteil (12) ausgeflillt wird und somit der/die inte-
grierte/n Schaltung/en abgedeckt wird/werden.

10. Tragbare Datentr#geranordnung (0), bestehend aus einem
flachen Kunststoffkdrper (S) mit einer flachigen Vertiefung
(1) an einer seiner Hauptoberfldchen, mit Offnungen (3) im
Bereich der fldchigen Vertiefung zur gegeniberliegenden
Hauptoberfldche, mit mindestens einer integrierten Schaltung
(6) und mit flichigen Vertiefung, mit metallischen Anschliissen
(4) in der Vertiefung (1) und mit fl&achigen metallischen Kop-
pelelementen (2), die mit der integrierten Schaltung (6) durch
die Offnungen (3) Uber die metallischen Anschliisse (4) elek-
trisch leitend verbunden sind (5; 11),
gekennzeichnet durch die Herstellung nach
einem Verfahren mit folgenden Verfahrensschritten:

a) die flachigen metallischen Kontakte (2) werden an der der
flachigen Vertiefung gegeniiberliegenden Seite des Kunst-
stoffkérpers unmittelbar auf den Kunststoffkdrper aufge-
bracht, die metallischen Anschliisse (4) werden im gleichen
Arbeitsgang in der fldchigen Vertiefung (1) auf den Kunst-
stoffkdrper aufgebracht und ebenfalls im gleichen Arbeits-
gang wird als Durchkontaktierung eine Metallisierung (4) im
Bereich der in dem Kunststoffkdrper befindlichen Offnungen

(3) vorgenommen;

Ay
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b) die integrierte/n Schaltung/en (6) wird/werden unmittelbar
in die flachige Vertiefung (1) des Kunststoffkdrpers einge-
bracht;

c) die metallischen Kontakte werden in bekannter Weise mit
der/den integrierte/n Schaltung/en elektrisch leitend ver-
bunden (5; 11);

d) der/die integrierte/n Schaltung/en (6) wird/werden mit
Kunststoff (12; K) von auBen unzugénglich abgedeckt.

11. Datentrégeranordnung nach Ansprucn 10,

dadurch gekennzeichnet,

daB die flachigen Kontakte (2) jeweils in in dem Kunststoff-
kdérper (S) vorhandene Vertiefungen eingebracht sind.
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